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TEZKOM BMC 108300 LP

Elektrik uygulamalari, beyaz esya, fonksiyonel malzemeler i¢in low profile BMC

hamur kaliplama bilesimi.
e Low Profile Uriin.

e Hacimsel gekmesi sifira yakin.

e Sadece acik renklerde uretilebilir.

¢ Halojenli kimyasal veya asbest icermez.
e Sicak presleme prosesine uygundur. Kromlanmis kaliplar ile kullanilirsa yuizey

parlakhgi ve yiizey homojenitesi artirilabilir.

e Yiizey parlakhg kalip ylizeyi ile birebir iliskilidir.

URUN OZELLIKLERI

YOGUNLUK

% HACIMSEL CEKME
% SONRADAN CEKME
EGILME E-MODULU
EGILME MUKAVEMETI
%KIRILMA

DARBE DIiRENCI
BARKOL SERTLIGI
ALEV iLERLETME
YUZEY GERILiMi

SU ABSORBSIYONU
KALIPTA YURUME

ONERILEN PRESLEME SICAKLIGI
ONERILEN PRESLEME BASINCI

AMBALAJLAMA

STANDART
1ISO 1183

ISO 2577

I1SO 2577
ASTM D790
ASTM D790
ASTM D790
I1ISO 179
ASTM D 2583
UL 94

IEC 60093
I1SO 62
TEZKOM TT0012
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BMC 108300, stiren gegirmeyen torbalar icine paketlenir ve karton kutular ile sevk edilir. Cesitli ambalaj
cesitleri mevcuttur. Alternatif ambalajlar icin liitfen teknik servis ekibimizle iletisime gegin.

Bu bilgiler genel sartlar dikkate alinarak hazirlanmistir. Bilgi yetersizligi nedeni ile olusacak sorunlardan

TEZKOM A.S. sorumlu degildir.




